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1. 研究進捗状況と成果  

本年度は「AI による AI 回路設計自動化」の実現に向け、基盤技術の確立と体制構築を主軸に研究開発

を推進した。中核となる回路設計の自動化において、C言語ソフトウェア入力に対して設計者のノウハウ

を記憶したエージェント AI と、RTL シミュレータ、高位合成ツールが密に連携する生成 AI古典ハイブリ

ッド設計環境を構築し、小規模な AI 回路ブロックを用いた基本動作の検証に成功した。さらに、基盤モ

デルの推論高速化を目指したキャッシュインテンシブアーキテクチャの原理検証を行い、GPU 環境におい

て大幅な推論高速化を実証した。また、これらをハードウェアとして支える 3 次元積層メモリシステム

の基盤技術として、優れた放熱特性を持つ直交積層技術を開発し、世界初となる実チップでの動作確認

と超多チップ積層時の優れた温度抑制効果を実証した。ロボット実機での評価環境の整備を進めるとと

もに、トップカンファレンスへの論文投稿を行うなど、初年度の立ち上げフェーズとして期待通りの進

捗と極めて高い達成度を得た。 

 

2. 代表的な成果事例  
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